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二、说明、目录、图表目录

 芯片（chip）就是半导体元件产品的统称，是集成电路的载体，由晶圆分割而成。芯片制作

完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节，其中晶片制作过程尤

为的复杂。

受益于政策的大力扶持，近年来中国芯片产业销售额增长迅速，市场空间广阔。2020年，中

国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%。其中，设计业销售额为3778.4亿元，同比

增长23.3%；制造业销售额为2560.1亿元，同比增长19.1%；封装测试业销售额2509.5亿元，同

比增长6.8%。2021年1-9月，中国集成电路产业销售额为6858.6亿元，同比增长16.1%。其中，

设计业同比增长18.1%，销售额3111亿元；制造业同比增长21.5%，销售额为1898.1亿元；封装

测试业同比增长8.1%，销售额1849.5亿元。  

从企业数量上看，2011年以来的十年之间，芯片企业注册量呈逐年增长趋势，2011年共注册

芯片企业1180家，到了2020年，芯片企业注册量呈井喷式增长，共2.17万家，同比增长216%

。2021年上半年芯片相关企业新增1.88万家，同比增长171.8%；2020年同期的注册量仅为0.69

万家。目前我国现存芯片相关企业7.2万家，其中深圳1.3万家、广州0.6万家、上海0.4万家是

拥有芯片企业最多的城市。值得注意的是，广东省以2.3万家企业位列第一，占比总量的31.9%

。  

2020年8月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（简

称《若干政策》）。《若干政策》强调集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领

新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的

若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，我国集成电路产

业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展

。2021年7月2日，工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会六大部委联合发布的

《加快培育发展制造业优质企业的指导意见》中，专门强调了要加大集成电路等领域核心技

术、产品、装备的攻关。这一文件体现了国家对集成电路等关键行业的高度重视和支持，背

后也反映了当前我国集成电路产业面临复杂的形势：美国对我国集成电路产业持续打压，国

产替代需求迫切。  

近十年我国芯片半导体赛道共发生投融资事件3169件，总投融资金额超6025亿元，2020年共发

生投融资事件458起，总融资金额高达1097.69亿元，共有16家企业超过10亿元，最高融资金额

被中芯国际拿下，合计198.5亿元。  

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片市场深度评估与未来前景预测报告》共十三章。首

先介绍了芯片行业的总体概况，接着分析了中国芯片行业发展环境、芯片市场总体发展状况



。然后分别对芯片产业的产业链市场及相关重点企业进行了详尽的透析。最后，报告对芯片

行业进行了投资分析并对行业未来发展前景进行了科学的预测。  

本研究报告数据主要来自于国家统计局、中国半导体行业协会、工信部、中国海关总署、中

企顾问网以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模

型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对芯片产业链有个系统深入的了

解、或者想投资芯片相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。  
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